
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
https://crossmining.smm.co.jp/

MODペースト(CuALL -Paste)
Metal Organic Decomposition Paste

共創によりプリンテッドエレクトロニクスを社会に浸透するパートナーを探しております
We’re looking for Partners to drive Printed Electronics by co-create

プリンテッドエレクトロニクス並びに、MODペーストの活用効果
Printed electronics and MOD paste benefits

■ 工 程 数 が 多 い

■ 高 い エ ネ ル ギ ー消 費 量

■ 不必要な廃 液・資源 の発生

■ 水 や 銅 資 源 の 使 用 量 削 減

■ ウェットプロセスによる

維持コストを削減

■ 自 由 な 配 線 形 成 及 び

少 量 多 品 種 化 へ の 対 応

従来配線技術
＜サブトラクティブ＞

プリンテッド エ
レクトロニクス

＜フルアディティブ＞

基 板 ① 印 刷 ② 焼 結

従来材料（ 樹脂ペースト・ナノインク等）と比較して低抵抗・厚膜化が可能

厚膜・大面積の

配線であるほど効果大

More effectively with thicker

layer, lager area

基板
銅箔/スパッタ膜/ エッチング
めっきビア形成 レジスト塗布 パターン露光

光

現像
（レジスト除去）

エッチング
（銅箔除去）

エッチングレ
ジスト除去

MODペーストを印刷 配線

ペースト化 印刷 加熱 基板形成
銅粉合成

錯体合成

N2 雰 囲 気 加 熱
(～250℃）

光 焼 成 (PS)

スクリーン印

刷など

自社開発の低温焼結銅粉を活用したペースト設計、配線膜の高い信頼特性
Paste composition with our fine copper powder and MOD ink. It has unique oxidation and high reliabiliry

基板・材料技術の知見からデバイス開発をサポート使用基

板：PI,FR-4,PET 等

表面コーティングにより銅の酸化を抑制
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MODペースト配線

厚膜化可能な焼結型 耐酸化錯体銅ペースト
Thick film, Sintered type, Copper conductive Paste

低温焼結銅
original nano powder

（オリジナル微粒粉）

錯体インク
MOD ink

MOD
ペースト

+ =
金属結合のみの
焼結型により

導電性・放熱性が向上

他導電性材料に対する電気特性の優位性
Advantage of electrical property compared to other conductive materials

ソリューション提案 -大面積や自由形状デバイスの実現-

Solution

Cu
Metal

100 50 10 １

Ag 樹脂ペースト
(Resin paste)

MODペースト

体積抵抗率

（μΩ·cm）

体積抵抗率 Electrical Resistivity 膜厚 Thickness

×3以上

ナノインク MOD
ペースト

ディスプレイ等大型基板 自由形状・軽量化
プロセスコスト削減

めっき代替基板

PS加熱乾燥

試験条件：大気中リフロー炉 180℃

低温・短時間反応
Low temperature•Short time

配線膜の耐酸化性
Good oxidation resistance

Cu金属に匹敵する導電性
Super high conductivity

配線パターンの180℃環境試験

Cuペースト配線

省資源化・省エネルギー化に貢献するプリンテッドエレクトロニクスを促進
電子デバイス製造におけるサステナブルで新たなデザインを生み出すプロセスを推進させます

https://crossmining.smm.co.jp/?utm_source=leaflet&utm_medium=documents_MODPaste&utm_campaign=x-mining
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